MAYA: Neue Methoden fur den Massiv Paralleltest im
Hochvolumen, Yield Learning und beste Testqualitat

Das Projekt MAYA sichert Fortschritte in Forschung und Entwicklung im EDA-Bereich Test

Um zukiinftig am Halbleitermarkt erfolgreich agieren zu kénnen, ist es notwendig, sowohl dem zuneh-
menden Bedarf an integrierten Schaltungen, wie auch dem weiter steigenden Kostendruck durch den
internationalen Wettbewerb gerecht zu werden. Wesentliche Eckpfeiler einer erfolgreichen Strategie
dafiir sind eine Verkiirzung von Entwicklungszeiten, sowie eine drastische Erhohung der Produktivitat.
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Dies kann erreicht werden durch die deutliche Reduktion von Entwicklungs- und Produktionskosten.
Dabei wird ein erheblicher Teil dieser Kosten durch die Erstellung und Durchfiihrung der notwendigen
IC- und Systemtests verursacht. Bereits heute betrdgt der Testkostenanteil integrierter Schaltungen
bezogen auf den Gesamtaufwand etwa 30 % - mit deutlich steigender Tendenz. Dieser hohe Prozent-
satz ist zum einen bedingt durch die enormen Kosten fiir moderne, automatisierte Hardwaretester, zum
anderen durch die drastisch steigenden Testzeiten. Integrierte Schaltungen mit mehreren Millionen
Gattern werden derzeit strukturell und funktional getestet. Zukiinftige Anforderungen an die Erkennung
komplexer Fehlermechanismen und ihre Abbildung in dazugehorenden Fehlermodellen fiir z. B. Pfad-
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verzogerungen lassen die Komplexitat des Produktionstests liberproportional ansteigen. Die Testzeiten

fir moderne Produkte nehmen damit im Verhaltnis starker zu als die Anzahl der Gatter.

Bis zum Jahr 2008 wird sich die GroRe digitaler Schal-
tungen von 10 Millionen auf etwa 100 Millionen Gatter
verzehnfachen, was zu langeren Prifketten flhren
wird. In den zukinftigen Prozessgenerationen unter
100 nm werden neue Fehlerarten immer mehr in den
Vordergrund rticken, was zu einer Erhéhung der Anzahl
bendtigter Testvektoren um einen Faktor 4 fiihren wird.
Die Kosten zum Testen solcher ICs und ihre enormen
Datenmengen werden sich dabei mindestens um einen
Faktor 3, die Testzeit um einen Faktor 10 erhéhen.
Selbst ohne Berlcksichtigung steigender Pinzahlen
werden somit die Testkosten pro IC um einen Faktor
120 explodieren! Es ist daher zwingend notwendig,
nach neuen Losungsanséatzen zu suchen, um die daraus
resultierenden Testkosten drastisch zu senken. Um die
Herausforderungen an den Produktionstest bei derar-
tigen Komplexitatssteigerungen zukinftig bewaltigen
zu kénnen, durfen Kostenreduktionen nicht langer im
Prozentbereich liegen. Vielmehr sind Verfahren erfor-
derlich, welche die Kosten fur den Produktionstest inte-
grierter Schaltungen um GrofRenordnungen reduzieren.

Ziele des Projekts MAYA

Moderne Schaltungen zeichnen sich aus durch zuneh-
mend komplexere Leitungsstrukturen, die Uber eine
groRe Anzahl von Metallebenen verlaufen. Auf diesen
Leitungen, vom Treiber bis hin zu den verschiedenen
Empfangern, kdnnen Haftfehler, Unterbrechungen,
Verzdgerungsfehler oder Kurzschllsse auftreten.
Schaltungsmodelle, die nur dem logischen Verhalten
der realen Schaltung entsprechen und nicht speziell
Fehler auf diesen sehr komplexen Verdrahtungsstruk-
turen bericksichtigen, werden fir die automatische
Testgenerierung in Zukunft nicht mehr ausreichend
sein. Es wird vielmehr ein Schaltungsmodell bendétigt,
das zweierlei Verhalten, d.h. das logische Verhalten
und das Verhalten der Schaltung im layout-bezoge-
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nen Fehlerfall, beschreiben kann. Nur so wird die
notwendige Testabdeckung beim Produktionstest Laufzeit

erreicht. Um zukUnftig diese notwendige Qualitat 01.06.2006-31.05.2009
beim Produktionstest zu erreichen, missen flr neue

Halbleitertechnologien daher zuséatzliche Tests flr neue

Fehlermodelle bereitgestellt werden. Dazu werden im

Projekt MAYA Verfahren erforscht, die es ermdglichen,

die notwendigen Testmuster fir die Produktionsfehler

an allen Leitungssegmenten in Very-Deep-Sub-Micron

Designs (<100 nm) zu berechnen.

System-in-Package- (SiP-)Architekturen werden in
Zukunft die Integration verschiedenster klassischer
Produkte in einem einzigen Gehause ermoglichen. Die
immer weiter fortschreitende Reduzierung der Struk-
turbreiten in der Mikroelektronik ermdglicht dabei zum
einen immer héhere Packungsdichten und verschiebt
zum anderen die Grenzfrequenzen in immer hohere
Bereiche. Um solche anspruchsvollen Module noch
kostengunstig im Hochvolumen testen zu kénnen,
mussen zuklnftig Selbsttestldsungen fur alle Mixed-
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